Résumé :
   Les grands progrès technologiques des circuits intégrés(CIs) et la multiplication des systèmes de télécommunications ne sont pas toujours en faveur de la compatibilité électromagnétique(CEM) au niveau de ces composants,
  Dans ce mémoire nous avons fait l’étude des différents aspects de la CEM des circuits intégrés.
   Dans la première partie, nous donnons un aperçu sur l’évolution technologique des CIs et son impact direct sur la CEM des composants, nous présentons les différentes sources de perturbations EM en émission et en susceptibilité, les différents mécanismes de propagation et des couplages du bruit. La deuxième partie porte sur la procédure des tests normalisés pour la CEM des composants. Nous abordons dans la troisième partie,  la modélisation, les résultats de simulation : de  test d’immunité en mode DPI, nous étudiant l’influence respectivement,  de l’inductance du boitier sur l’émission conduite (test 1Ω/150Ω) et de la capacité de découplage sur l’émission en mode rayonné (cellule TEM). Dans la  dernière partie nous présentons  quelques règles de conception et certains outils  utilisés pour l’amélioration de la CEM au niveau des CIs. 
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